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CHIP ON BOARD / DRAHTBONDEN
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Drahtgebondete Diode in einer mehrstufigen Lasercavity

REM-Vergrößerung einer drahtgebondeten Diode in mehrstufiger 
Lasercavity

Abstand Chip zu Substrat Pad 
1,5 x Chip Dicke

Substrat Pad Länge
300 µm

Die
(Chip)

Chip Pad x/y: > 80 µm

Abstand ≥ 100 µm

Substrat Pad Breite ≥ 150 µm

Lötstoppmaske

AI Drähte können in einem beliebigen 
Winkel zwischen Chip Pad und Substrat 
gebondet werden.

Abstand Chip zu Substrat Pad 
1,5 x Chip Dicke

Substrat Pad Länge
300 µm

Chip Pad x/y: > 80 µm

Die
(Chip)

Lötstoppmaske

Abstand ≥ 100 µm

Substrat Pad Breite ≥ 150 µm

CHIP PAD UND SUBSTRAT
PAD MÜSSEN IN GLEICHER
RICHTUNG AUFGESTELLT
WERDEN.

IM BEREICH DER
DRAHTBONDPADS 
MUSS DIE LÖTSTOPP­
MASKE IM BLOCK 
FREIGESTELLT WERDEN!
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Designregeln für Aluminium (Al) Drahtbonden

CHIP PAD ZU SUBSTRAT
PAD AUSRICHTUNG IST
PARALLEL.!

Beispiel für eine optimale Ausrichtung der Bondpads zu den Drahtbonds

MORE SUPPORT
THAN YOU EXPECT

wirebonding@we-online.com

Designregeln für Gold (Au) Drahtbonden

Sie haben Fragen zu Fertigungsdaten, Toleranzen, 
Prüfdokumentation oder Verpackung? In unserer 
Technischen Lieferspezifikation für Leiterplatten (TLS) 
finden Sie unsere Standards und Empfehlungen 
für eine reibungslose und effektive Zusammenarbeit.

https://bit.ly/3EfIgaY
https://bit.ly/3EfIgaY
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